
　近年の電子機器は小型・軽量化が進み、測定したいめっ
き部品も小型になってきたため、微小な領域のめっきの
膜厚や材料組成を効率よく分析するニーズが高まってい
ます。
　このため工業試験場では、非破壊・非接触でめっきの膜
厚測定や材料（金属や無機物質など）の組成分析ができ
る蛍光X線微小部膜厚計を更新しました（平成29年度
JKA設備拡充補助事業）。今回の更新により微小部の測
定が可能になるとともに、元素のマッピング分析も可能に
なりました。今回は、本装置の活用事例を紹介します。
　県内企業で製造している電子部品には、微小な配線部

分に薄膜めっき技術が用いられている場合が多く、その
品質管理が課題となっていました。本装置で、図１に示す
ようなコネクタ端子の微小領域（φ=0.1mm）を測定し
た結果、下地に4.8μmのニッケルめっき、上層に1.5μm
の金めっきの膜が形成されていることを確認でき、品質
管理に活用されています。
　また、電子機器を分解しなくても内部部品のマッピン
グ分析が可能になりました。これにより、電子機器の内部
部品が有害物質である鉛を含んでいるかどうかを検査し
やすくなりました（図２）。
　このように電子部品の膜厚や組成管理だけでなく、有
害物質の検査や異物の定性分析などにも役立つ装置で
す。工業製品等の分析評価にお困りの方は、お気軽にご
相談ください。

微小領域の膜厚と組成を１台で測定
－蛍光Ｘ線微小部膜厚計の活用事例－
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